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在此问题排解手册的帮助下，您
可以学习常见波峰焊问题的解决
方法。使用一段时间后，您会发
现此手册将成为您以及公司内负
责波峰焊线同事的重要帮手。
本指导手册提供了针对因工艺缺
陷而造成的常见波峰焊问题排除
建议。如果您的问题按照以下步
骤帮助仍未能确定其可能的根本
原因和解决方案，请联系Alpha
公司代表，他们将能够为您提供
进一步的帮助。
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桥连

定义： 导体之间因为焊接而错误地形成通路。

主要工艺设置检查项目
•	传送速度太慢 
•	预热时间过长，导致助焊剂耗尽
•	停留时间太长，导致助焊剂在完成波峰焊前耗尽
•	顶面温度太低
•	助焊剂不足或助焊剂活性太低

  其他工艺参数的检查

3  AlphaAssembly.cn

•	焊接温度太低

•	锡波高度太高

•	锡波不均匀

•	焊料污染

•	助焊剂未接触

•	预热温度过高，助焊剂耗尽

•	预热太低

•	助焊剂被污染

•	助焊剂比重太小

•	助焊剂加载不均匀

•	助焊剂被吹散

•	线路板放置不正确

•	线路板载具太热

  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	元件管脚长度太长

•	元件污染 	 •	线路板处理不当

  对线路板生产的检查
•	线路板氧化	 •	阻焊材料缺陷	 •	线路板污染

  对板片设计的检查
•	线路板载具设计不好	 •	内部接地层	 •	元件方向

•	管脚/孔比例太大 	 •	重量分布



 
焊点顶部润湿角不足

定义： 焊点未形成良好顶部润湿角。 
IPC 标准可接受水平: 主焊接点和次要焊接点的下沉最多不超过25％。

  其他工艺参数的检查
•	焊接温度过高	 •	预热温度过高	 •	助焊剂吹散过多

•	焊接温度太低	 •	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足

•	线路板未正确就位	 •	助焊剂污染	 •	线路板载具太热

•	焊波高度低	 •	助焊剂比重太低	 •	传送速度太快

•	焊波不均匀	 •	助焊剂比重过高	 •	助焊剂使用不均匀

•	焊料污染	 •	焊剂不形成接触

  对装配件的检查
•	线路板氧化	 •	孔内有阻焊材料 	 •	线路板翘曲

•	线路板污染	 •	层压板中有水份	 •	孔内镀层较差

•	孔和焊盘位置不对	 •	阻焊层位置不对 	 •	元件污染

  对线路板设计的检查
•	线路板载具设计不好	 •	内部接地层	 •	焊盘尺寸不匹配

•	元件接地面太大	 •	管脚/孔比例太大或太小	 •	焊接面接地层太大
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主要工艺设置检查项目
•	传送速度太慢 

–	预热时间过长，导致助焊剂耗尽
–	停留时间太长，助焊剂波峰焊结束前被破坏

•	传送速度太快
–	停留时间太短/顶部温度太低

•	线路板顶部温度太高，助焊剂波峰焊结束前被破坏
•	助焊剂不足或活性不够 
•	焊料温度太低，在达到顶部前被冷却
•	单波或双波焊波高度太低，焊料和板无法正常接触
•	无铅合金中抗氧化剂水平不足



 
焊点底部润湿角不足 

定义：焊点未形成良好底部润湿角。 
IPC标准可接受水平：焊接次要（焊料源）侧100％焊锡圆角
和周边润湿。对第3级要求的线路板润湿角和润湿的最低可接
受角度为330°；第1/2级板是270°。

主要工艺设置检查项目
•	传送速度太慢
•	预热时间过长，导致助焊剂耗尽
•	停留时间太长，导致助焊剂在完成波峰焊前被破坏
•	线路板底面温度太高，导致助焊剂在完成波峰焊前耗尽
•	助焊剂不足或助焊剂活性太低
•	锡波高度太低（单波或双波）

  其他工艺参数的检查
•	焊接温度过低	 •	预热温度过高	 •	助焊剂吹散过多

•	线路板未正确就位	 •	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足

•	锡波高度太低	 •	助焊剂污染	 •	助焊剂未形成接触

•	锡波不均匀	 •	助焊剂比重太低	 •	传送速度太快

•	焊料污染	 •	助焊剂比重过高	 •	助焊剂加载不均匀	
  对装配件的检查 	
•	线路板污染	 •	线路板操作不当	 •	元件污染

•	元件管脚太短

  对线路板生产的检查
•	线路板氧化	 •	孔内有阻焊材料 	 •	线路板翘曲

•	线路板污染	 •	孔内镀层较差	 •	元件污染

•	阻焊层位置不对	 •	孔和焊盘位置不对 
  对线路板设计的检查
•	线路板载具设计不好	 •	内部接地层	 •	焊盘尺寸不匹配

•	元件侧接地层太大	 •	管脚/孔比例太大 	 •	重量分布

•	焊接面接地层太大
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半润湿或不润湿

定义： 
半润湿 是指当熔化焊料覆盖表面后，在收缩时产生不规则形状焊料堆，且与覆盖有焊料薄层
的区域分开，没有完全覆盖基体金属材料。
不润湿 是指熔化焊料部分粘附到其接触的表面但没有覆盖基础金属。

主要过程设置区域进行检查
•	焊盘表面的污染，通常与线路板相关

  主要工艺设置检查项目
•	预热温度过高	 •	助焊剂吹散过多	 •	锡波高度低 
•	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足	 •	助焊剂未形成接触

•	助焊剂污染	 •	线路板载具太热	 •	助焊剂使用不均匀	
•	助焊剂比重太低	 •	传送速度太快或太慢	 •	线路板未正确就位

•	助焊剂比重过高	 •	焊料污染

  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	线路板操作不当	 •	元件污染

•	浸锡表面处理锡镀层不够 
  对线路板设计的检查
•	线路板氧化	 •	线路板污染 
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焊球空洞或气孔  
（吹孔和管脚空洞）

定义：焊点表面有小的可视孔，在焊料内层或外层或两者兼有到电通路。 这通常是由于在焊
接过程中残留的水分从焊点出进气而造成的。

主要工艺设置检查项目
•	线路板顶面或整体温度太低，在吸附了锡波中的水分
•	通孔元件中有液体残留
•	线路板制造过程中，化学污染物未清理干净
•	通孔内污染
•	孔顶部被元件体遮挡

  其他工艺参数的检查
•	焊料温度过高	 •	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足

•	焊料温度太低	 •	助焊剂污染	 •	线路板载具太热

•	助焊剂加载不均	 •	助焊剂比重太低	 •	传送速度太快

•	锡波高度太低	 •	助焊剂比重太高	 •	传送速度过低

•	锡波不均匀	 •	助焊剂未形成接触	 •	线路板放置位置不当

  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	元件污染	 •	线路板操作不当

  对线路板生产的检查
•	线路板氧化	 •	阻焊层材料缺陷	 •	线路板翘曲

•	线路板污染	 •	层压板潮湿	 •	孔内镀层较差

•	孔内有阻焊材料	 •	孔和焊盘位置不对	 •	阻焊层位置不对 
  对线路板设计的检查
•	管脚/孔比例太大 	 •	内部接地层	 •	元件角度

•	管脚/孔比例太小 
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焊锡空焊

定义：板片元件在焊接过程中未被焊接。

主要工艺设置检查项目
•	传送速度太快，波峰焊接触时间太短
•	确保小锡波或紊流波开启
•	助焊剂不足
•	锡波高度太低（单波或双波）

  其他工艺参数的检查
•	锡波不均匀	 •	预热温度过高	 •	线路板放置位置不当

•	助焊剂比重太高	 •	助焊剂加载不均	 •	助焊剂吹散不足

•	助焊剂未形成接触	 •	助焊剂污染	 •	线路板载具太热

•	检查传送爪 	 •	传送速度太快

  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	元件污染	 •	线路板操作不当

  对线路板生产的检查
•	线路板氧化	 •	阻焊层材料缺陷	 •	线路板翘曲

•	线路板污染	 •	孔内有阻焊材料	 •	元件污染

•	阻焊层位置不对	 •	孔和焊盘位置不对

  对线路板设计的检查
•	载具设计不当	 •	内部接地层	 •	元件角度

•	焊盘尺寸不当	 •	元件遮挡	 •	重量分布
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拉尖和尖端旗型

定义：凝固后焊点或涂层上出现不期望的焊料凸起。

主要工艺设置检查项目
•	传送速度太慢
•	预热时间太长，助焊剂耗尽
•	停留时间太长，助焊剂在结束波峰焊前被破坏
•	焊料温度太低
•	助焊剂不足
•	使用氮气有助于防止拉尖

  其他工艺参数的检查
•	锡波高度太低	 •	预热温度过高	 •	助焊剂吹散过多

•	锡波不均匀	 •	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足

•	焊料污染	 •助焊剂污染	 •	线路板载具太热

•	助焊剂未形成接触	 •助焊剂比重太低	 •	传送速度太快

•	线路板放置位置不当	 •	助焊剂加载不均	 •	传送带振动

  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	元件管脚太长	 •	元件污染 
  对线路板生产的检查
•	线路板氧化	 •	线路板污染	
  对线路板设计的检查
•	载具设计不当	 •	内部接地层	 •	焊料侧接地面太大
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焊球和飞溅

随机
•	与流程相关，因此容易解决
•	如果线路板经过波峰焊时听到“嘶嘶声”，说明预热太低或未完全蒸发
•	锡波不均匀：清洁焊料喷嘴，检查是否平行
•	助焊剂污染：如果被污染，需要更换
•	检查载具设计：应有通路排气 

非随机
•	在线路板底部，连续多个板片，通常位于突出管脚的后侧
•	波峰焊过程中助焊剂不足或耗尽
•	传送速度过高 

溅回
•	焊波高度过高或过热，气刀设置不正确
•	波峰过度紊流
•	氮气引起的表面张力增大 

定义：少量球形焊料粘附在层压板，阻焊或导电体表面，一般发生在波峰或回流焊接中。 
类型：随机    飞溅类别  
         非随机 在突出管脚后方 
         溅回     在完全惰性通道设备的焊球
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焊球和飞溅（续）

  其他工艺参数的检查
•	焊料温度过高	 •	预热温度过低	 •	助焊剂吹散不足

•	锡波高度太高	 •	助焊剂污染	 •	传送速度太快

•	锡波不均匀	 •	助焊剂比重太低	 •	夹具有问题

  对线路板生产的检查
•	线路板氧化

  对线路板生产的检查
•	线路板污染	 •	层压层潮湿	 •	层压层未完全固化

•	阻焊层材料缺陷	 •	孔内镀层不良	 •	光亮阻焊层比亚光处理
				       阻焊层更容易出现问题	
  对线路板设计的检查
•	载具设计不当	

主要工艺设置检查项目

•	传送速度太慢
– 预热时间过长，导致助焊剂太快耗尽
– 停留时间太长，助焊剂波峰焊结束前被破坏

•	线路板顶部温度太低

•	传送速度太快
– 预热时间不够，载具上的助焊剂未干燥
– 助焊剂不足或活性不够

•	氮气的使用会提高焊球发生几率

•	载具上的助焊剂在预热时未被完全干燥

•	水溶性助焊剂应使用强制空气对流预热

•	助焊剂使用过量
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阻焊层上有焊料

定义：阻焊层上出现焊料可以发生在阻焊、线路板表面、载具
            表面或传送爪上。

主要工艺设置检查项目
•	助焊剂加载不好
•	助焊剂和阻焊材料不兼容
•	阻焊层固化不好
•	预热温度太高
•	焊料温度太高
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焊锡粗糙或紊乱

定义：焊点润湿角形成但有一个或两个金属点有振动；焊点形成
            不均匀的金属结构，具有许多微裂纹。

主要工艺设置项目检查
•	检查传送带振动或急跳动作
•	焊料完全固化前从线路板上去除

  其他工艺参数的检查
•	焊料温度过低	 •	传送速度太快	 •	锡波高度太低	
•	焊料污染	 •	锡波不均匀	 •	线路板容易移动

•	助焊剂加载不均匀	 •	线路板放置位置不当	 •	锡渣太多	
  对线路板设计的检查
•	载具设计不当
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粒状或无光泽焊点

定义：粗糙焊点表面有小的颗粒状突起或无化学侵蚀迹象的无光泽表面。

主要工艺设置检查项目
•	焊料中有杂质
•	金属间化合物成分
•	焊料中混入锡渣
•	热量不足

  其他工艺参数的检查
•	焊料温度过低 	 •	预热温度过低 	 •	线路板容易移动

•	传送带振动 	 •	传送速度太快 	 •	锡渣太多 	
  对装配件的检查
•	线路板污染	 •	元件污染	 •	线路板操作不当

•	元件管脚太短

  对线路板生产的检查
•	线路板污染

  对线路板设计的检查
•	线路板污染 
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主要工艺设置检查项目
•	传送速度过快
•	降低传送速度会增加波峰接触时间，消除热应力不匹配
•	管脚长度不正确：管脚短会造成移动，从孔内弹出
•	检查线路板柔性或板片可能发生翘曲

 
元件翘高

定义：波峰焊过程中元件翘起。

  其他工艺参数的检查
•	锡波高度太高	 •	传送振动	 •	线路板放置位置不正确 
•	锡波不均匀	 •	传送角度太大	 •	夹具有问题

•	助焊剂吹散过多	 •	线路板容易移动

  对装配件的检查
•	线路板操作不当	 •	元件管脚太长

  对线路板设计的检查
•	载具设计不当	
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主要工艺设置检查项目
•	板片可能翘曲，波峰焊时进行中心定位
•	波峰高度太高
•	传送带太紧或太松

  其他工艺参数的检查
•	预热温度太高	 •	线路板放置位置不当	 •	预热温度太低	
•	线路板重新使用	 •	锡波高度太高	 •	传送速度太高	
•	夹具有问题	 •	锡波不平整	 •	传送速度太慢

  对线路板生产的检查
•	线路板翘曲

  对线路板设计的检查
•	载具设计不当	 •	线路板尺寸	 •	重量分布 

 
溢锡

定义：焊料漫出，造成焊料流动到元件上。 
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主要工艺设置项目检查
•	传送速度太快
•	停留时间太短
•	助焊剂量或活性不足
•	焊料温度太低

 
焊料过多

定义：线路板焊接完成后，线路板上焊料过多。

  其他工艺参数的检查
•	助焊剂发泡头太低	 •	助焊剂吹散过多	 •	锡波高度太高

•	助焊剂未形成接触	 •	板片载具太热	 •	焊料污染	

•	助焊剂加载不均匀	 •	夹具有问题

  对装配件的检查
•	元件管脚太长

  对线路板生产的检查
•	阻焊材料缺陷

  对线路板设计的检查
•	元件/线路板的可焊性 	 •	管脚与焊盘比例不正确 	 •	元件布置或方向	
•	载具设计不当 
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